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[과제]

소형·박형화를 도모하고, 저항 발열 소자의 발열에 감응하여 확실한 작동을 하여 신뢰성을 향상시키는 보호 소

자와 그것을 이용한 보호 장치를 제공한다.

[해결 수단]

보호 소자(10)는, 세라믹 칩체(12)와, 그 표면에 배치한 가용 합금 퓨즈 소자(20), 스루홀(24) 내에 배치한 저항

발열 소자(25), 및 이면에 배치한 도출용 리드(15 내지 17)를 구비한다. 발열 소자(25)는 소정의 저항치의 저항

체로 이루어지고, 스루홀(24) 내에 매설 배치하여 충전 상태에 있기 때문에, 저항체의 열이 열전도 양호한 세라

믹 칩체(12)를 통하여 가용 합금 퓨즈 소자(20)를 정확하면서 신속하게 작동시킨다. 특히, 저항 발열 소자(25)의

내 전력을 크게 하여, 스페이스 효율을 유효하게 발휘할 수 있기 때문에 저배화나 소형 박형화에 유리해지는 실

용적 효과를 이룬다.

대 표 도 - 도1
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특허청구의 범위

청구항 1 

복수 개의 스루홀을 갖는 세라믹 칩체와, 이 칩체의 표리 양면에 마련한 복수 개의 패턴 전극과, 한쪽의 면의

패턴 전극 사이에 솔더 접속한 리플로우 처리에 영향받지 않는 재료로부터 선정한 가용 합금 퓨즈 소자와, 복수

개의 스루홀 중 적어도 하나의 스루홀에 배치한 저항 발열 소자와, 세라믹 칩체의 다른쪽의 면의 패턴 전극에

접속 배치한 복수 개의 도출용 리드와, 표리 양면의 패턴 전극 사이를 접속하는 복수 개의 스루홀 중 적어도 2

개 이상의 스루홀에 매설한 도전체를 구비하고, 저항 발열 소자의 발열을 직접 또는 세라믹 칩체를 통하여 가용

합금 퓨즈 소자에 열전도하고, 승온 감응시켜서 작동시키는 것을 특징으로 하는 보호 소자.

청구항 2 

제 1항에 있어서,

상기 가용 합금 퓨즈 소자는 적어도 2개 이상의 가용 부분으로 이루어지고, 각각의 가용 부분의 용단하는 온도

를 동일 또는 다른 온도로 선정한 것을 특징으로 하는 보호 소자.

청구항 3 

제 1항 또는 제 2항에 있어서,

상기 발열 소자는 제 1 스루홀에 매설 배치되고, 저항 재료의 선정에 의해 저항치가 조정된 칩 저항이고, 상기

세라믹 칩체의 표면측의 상기 가용 합금 퓨즈 소자와 이면측의 상기 패턴 전극의 도출 단자에 접속한 것을 특징

으로 하는 보호 소자.

청구항 4 

제 3항에 있어서,

상기 도출 단자는 동일 방향으로 늘어나는 평각형상 리드 도체에 접속되고, 배선 기판 평탄면에 따라 솔더 접속

하는 것을 특징으로 하는 보호 소자.

청구항 5 

절연 세라믹 칩체의 표리 양면에 단일한 중앙 패턴 전극과 이것을 끼워서 한 쌍의 패턴 전극을 마련하고, 표면

측의 한 쌍의 패턴 전극 사이에 저융점 가용 합금의 보호 소자, 이면측의 한 쌍의 패턴 전극에 도출 단자를 마

련하고, 표리 양면의 상기 중앙 패턴 전극의 대응 위치에 형성한 스루홀에 발열 소자의 저항체를 매설하여 양면

의 중앙 패턴 전극에 전기적으로 접속함과 함께 상기 한 쌍의 패턴 전극 사이를 단면측 도통 홈부로 전기적으로

도통시키고, 표면측에서 가용 합금 퓨즈 소자의 개략 중앙부를 중앙 스루 홀에 전기적 접속하고, 이면측의 상기

중앙 패턴 전극에 제 2의 도출 단자를 마련하고, 상기 발열 소자의 전류에 의한 가열에 감응하여 상기 가용 합

금을 용단하여 전기 회로를 차단하는 것을 특징으로 하는 비복귀형 보호 장치.

청구항 6 

제 5항에 있어서,

상기 발열 소자에 통하는 전류는 전지 팩용 충방전 제어 회로의 이상을 검지하는 제어 소자에 의해 생성되는 과

충방전 방지에 이용되는 것을 특징으로 하는 보호 장치.

청구항 7 

제 5항에 있어서,

단면(端面) 스루홀의 도통은, 스루홀의 단연부(端緣部)에 마련한 외층 표면 도체로 형성하는 것을 특징으로 하

는 보호 장치.

명 세 서

공개특허 10-2011-0053896

- 2 -



기 술 분 야

본 발명은, 패턴 전극을 형성한 세라믹 칩체(體)에, 리플로우 처리에 견디는 가용(可溶) 합금 퓨즈 소자를 표면[0001]

탑재한 소형화·박형화의 보호 소자, 특히, 저항 발열 소자를 세라믹 칩체의 스루홀에 배설하고, 도출 단자를

이면측에 마련한 보호 소자 및 그것을 이용한 보호 장치에 관한 것이다.

배 경 기 술

피보호 기기의 과전류에 의해 생기는 과대 발열을 검지하거나, 주위 온도의 이상 과열에 감응하거나 하여 작동[0002]

하는 비(非)복귀형 보호 소자는, 기기의 안전을 도모하기 위해, 소정의 동작 온도에서 작동하여 전기 회로를 차

단한다. 그 한 예로서, 기기에 생기는 이상을 검지하는 신호 전류에 의해 저항을 발열시키고, 그 발열로 퓨즈

소자를 작동시키는 보호 소자가 있다. 일본 특개평07-153367호 공보(특허 문헌 1) 및 일본 특개평08-161990호

공보(특허 문헌 2)에는, 이상시(異常時)에 발열하는 저항을 세라믹 기판상에 마련한 막 저항을 이용한 보호 소

자와, 이 보호 소자를 이용하여 리튬 이온 2차 전지의 과충전 모드에서 전극 표면에 생성한 덴드라이트에 의한

성능 열화나 발화 방지, 또는 충전시에 전지가 소정 전압 이상으로 충전되는 것을 방지하는 보호 장치가 개시되

어 있다.

통상, 휴대 정보 단말기기에서는 주전원에 보존 특성이나 내누액성(耐漏液性)에 우수한 고밀도 에너지의 리튬[0003]

이온 2차 전지나 리튬 폴리머 2차 전지가 이용되는데, 에너지 밀도가 높기 때문에, 이상시에는 그 에너지가 일

거에 방출되어 위험한 상태가 발생할 가능성이 높다. 이러한 2차 전지에서의 과충전 및 과방전을 방지하고 안전

을 확보하기 위해, 복귀형과 비복귀형의 이중의 보호 회로가 마련된다. 예를 들면, 일본 특개평10-056742호 공

보(특허 문헌 3)는, 전지 전압이 설정 전압을 넘은 때 충전 전류를 차단하는 복귀형 보호 회로, 및 이 보호 회

로가 어떠한 원인으로 작동하지 않는 경우에 이용되는 온도 퓨즈의 비복귀형 보호 회로를 구비하는 보호 장치를

개시한다. 저항 부착 온도 퓨즈에 관해서는, 절연 기판에 유리 에폭시 수지를 사용하여 저렴화를 도모한 보호

소자가 일본 특개2005-129352호 공보(특허 문헌 4)에 나타나고, 납(鉛) 프리 가용 합금을 이용한 저항 부착 퓨

즈가 일본 특개2005-150075호 공보(특허 문헌 5)에 개시되어 있다. 또한, 발열용 저항체를 절연 기판 내에 적층

하고, 이 저항체 상의 절연 기판에 가용 금속편을 마련하는 저항 부착 퓨즈를 일본 특개2006-221919호 공보(특

허 문헌 6)가 개시한다.

선행기술문헌

특허문헌

(특허문헌 0001) 특허 문헌 1: 일본 특개평07-153367호 공보 [0004]

(특허문헌 0002) 특허 문헌 2: 일본 특개평08-161990호 공보 

(특허문헌 0003) 특허 문헌 3: 일본 특개평10-056742호 공보 

(특허문헌 0004) 특허 문헌 4: 일본 특개2005-129352호 공보 

(특허문헌 0005) 특허 문헌 5: 일본 특개2005-150075호 공보 

(특허문헌 0006) 특허 문헌 6: 일본 특개2006-221919호 공보 

발명의 내용

해결하려는 과제

근래, 소형 모바일 PC의 급속한 보급에 수반하여, 표면 실장 기술 수법의 이용이나 사용되는 전지 팩의 소형화[0005]

·박형화가 요구되고 보호 소자의 칩화의 요구가 높아지고 있다. 전술한 특허 문헌 1, 2 및 6은, 어떤 종류의

합금을 사용한 퓨즈 엘리먼트와 저항막의 조합에 관해 언급하고 있지만, 그 어느 것이나 저항막을 기판의 수평

방향으로, 즉 기판의 주표면에 따른 방향으로 형성하고 있다. 통상, 이 저항막에는 이상시에 전지 전압이 인가

되기 때문에, 그 전압 범위에 대해 우도(尤度)가 있는 면적을 갖도록 설계하여 두어야 하므로, 수평 방향의 치

수 단축에는 한계가 있었다. 또한, 특허 문헌 5가 나타내는 저항 부착 퓨즈는, 세라믹제 절연 기판의 표면에 단

체(單體) 또는 2개의 저융점 가용 합금 퓨즈 소자가 실장되고, 이면에 리드와 함께 후막(厚膜) 저항의 발열 소
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자가 실장되어 구성된다. 이 저항 부착 퓨즈에서는, 가용 합금은 평판의 박(箔)상태로 기판 상의 전극 사이에

실장되고, 이면에는 막 저항이 비교적 넓은 면적으로 마련되기 때문에 필연적으로 필요한 실장 면적이 크고, 보

호 소자로서의 부착에 큰 스페이스가 요구된다. 그 때문에, 소형·박형화가 요구되는 휴대 정보 기기 등에의 적

용에 부적합함이 생김과 함께 조립이나 제조상에 문제가 있다. 한편, 막형상 저항체를 형성하는데 즈음하여, 산

화 루테늄계 페이스트를 인쇄하고, 800℃를 초과하는 온도로 소성하여 균일한 후막 저항을 얻는 동시에 특성면

에서 소망하는 저항치를 얻는 것은 어렵고, 후막 저항의 트리밍 조정이 수고가 드는 작업으로 되어 저비용화가

어려웠다.  더하여,  저항막은  체적적으로  작고,  내(耐)전력이  작아지는  외에,  유기  기판에의  저항막의

소부(燒付)를 할 수가 없다. 또한, 인출용 리드를 부착하는 이면측에 형성되기 때문에, 절연 처리가 필요해지고

만족하는 소형화·박형화의 보호 소자를 제공할 수가 없고, 컴팩트하고 가급적으로 저배화(低背化)를 도모하기

가 어려웠다. 그래서, 안정된 동작 온도에서 작동하는 보호 소자로서, 제조 가공성을 포함하여 개량된 보호 소

자 및 이것을 사용한 기기 회로용 보호 장치의 제공이 요망되고 있다.

따라서 본 발명은 상술한 결점을 감안하여 제안된 것으로, 칩 기판의 스루홀 내에 저항 발열 소자를 배치하는[0006]

것에 착안하여, 패턴 전극을 형성한 세라믹 기판상에, 리플로우 처리에 견디는 가용 합금 퓨즈 소자를 표면 탑

재하고, 복수 엘리먼트를 일괄 처리 후에 칩 분할하여 소형화·박형화한 칩 타입 보호 소자의 제공을 목적으로

한다.

본 발명의 다른 목적은, 세라믹 기판의 스루홀에 발열 소자를 배설하고, 도출 단자를 이면측에 마련한 보호 소[0007]

자와 이 보호 소자를 이용하는 전지 팩 등의 보호 장치의 제공을 목적으로 한다. 구체적으로는, 상기 본 발명의

다른 목적은, 세라믹 칩체의 한쪽의 면에 가용 합금 퓨즈 소자, 다른쪽의 면에 도출용의 전극부 또는 리드를 배

설함과 함께 세라믹 칩체에 형성한 스루홀에 저항 발열체를 배치한 신규이면서 개량된 보호 소자를 제공하고,

제조의 간소화와 작업의 효율성을 높여서, 저비용화와 소형화를 양립시키고, 성능면의 향상과 실장 스페이스의

유효 활용을 도모할 수 있는 신규이면서 개량된 보호 소자 및 그것을 이용한 보호 장치를 제공하는 것에 있다.

과제의 해결 수단

본 발명에 의하면, 복수 개의 스루홀을 가지며, 그 하나에는 저항 발열 소자가 매설되고, 표리 양면에는 복수[0008]

개의 패턴 전극을 배설한 세라믹 칩체와, 이 세라믹 칩체의 한편의 면인 표면 패턴 전극 사이에 표면 실장용 리

플로우 솔더링으로 접속한 가용 합금 퓨즈 소자와, 이 세라믹 칩체의 다른 방향의 면인 이면 패턴 전극에 접속

배치한 복수 개의 도출용 리드를 구비하고, 칩체의 표리 양면의 패턴 전극 사이를 도통 스루홀 또는 도통 하프

스루홀에 의해 접속하고, 저항 발열 소자의 발열을 직접 또는 세라믹재의 열전도를 통하여 가용 합금 퓨즈 소자

를 승온하여 작동시키는 보호 소자가 제공된다. 여기서, 저항 발열 소자는 1개의 스루홀에 배치한 칩 저항체 또

는 소정의 저항치를 갖는 저항 충전물이다. 그 저항치는 스루홀에 충전하는 저항 재료의 선정에 의해 조정된다.

표면측의 가용 합금 퓨즈 소자에는 리플로우 처리에 영향을 받지 않는 가용 합금과 원활한 용단(溶斷) 동작을

보증하는 플럭스 재료가 선정되어 이면측의 패턴 전극에 접속된다. 이와 같이 하여, 배선의 구조가 간소화된다.

즉, 가용 합금 퓨즈 소자는 리플로우 처리에 의해 용단되지 않고, 리플로우 처리 후에도 퓨즈 기능을 손상시키

지 않는 것이다. 또한, 퓨즈 소자는, 필요에 따라, 2개 이상의 가용 합금으로 이루어지고, 각각의 가용 합금이

용단하는 온도를 동일 또는 다른 온도로 선정할 수 있다. 또한, 바람직하게는, 도출용 리드가 평각형상 도체로

이루어지고, 그 평탄면을 다른쪽의 면의 패턴 전극에 솔더 접속한다.

구체적으로 퓨즈 소자의 재료로서 선정되는 금속 및 가용 합금으로는, 예를 들면, 97Bi-3Zn(255℃), 99.3Bi-[0009]

0.5Ag-0.2Cu(258℃), 97Bi-3Ag(262℃), Bi(272℃), 78Zn-22Al(275℃), 95Zn-5A1(382℃), 54Ge-46Al(424℃) 등

이 있다. 또한, 숫자는 합금의 배합률(중량%)을 나타내고 있다. 이들 무연(無鉛) 합금을 이용한 보호 소자는,

245℃ 이상의 리플로우 솔더링에 견딜 수 있기 때문에, 표면 실장 부품으로서 다른 디바이스와 동시에 일괄 솔

더링 부착할 수 있다.

또한, 보호 소자의 원활한 용단 동작을 보증하기 위해 가용 합금의 표면에 플럭스 도포를 필요로 하는데, 상술[0010]

한 리플로우 온도에 견디며 또한 250℃ 이상의 동작 온도에서도 합금 표면에서 흘러 내리지 않고 용단 동작을

확실하게 하기 위해, 다음에 나타내는 구성의 고온용 플럭스를 이용한다. 이 플럭스는, 피복제로서 작용하는 고

형 성분에. 내열성이 우수한 하젠 100 이상의 담색 그레이드 산변성(酸變性) 수첨(水添) 로진을 10 내지 50부,

이것에 연화점(軟化點)이 120 내지 190℃의 범위에서 선택되는 로진 변성 말레인산 수지 또는 로진 변성 페놀

수지를 5 내지 30부, 분산 개질제로서 몬탠산 왁스 또는 스테아린산 아미드 또는 베헤닌산 아미드를 20 내지 50

부, 열(熱) 늘어짐을 방지하는 틱소제로서 퓸드 실리카 또는 유기 수식 퓸드 실리카를 0.5 내지 10부, 산화 방

지제로서 디페닐아민 또는 디시클로헥실아민을 0.5 내지 1부 첨가하고 가열 혼합하여 기재(基材)로 한다. 이것
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에 또한 활성제로서 탄소수 4 내지 12의 포화 직쇄 지방족 디카르본산을 2 내지 10부, 탄소수 4 내지 12의 포화

직쇄 아미노산을 2 내지 10부, 탄소수 1 내지 6의 지방족 히드록시모노카르본산 또는 히드록시디카르본산 또는

히드록시트리카르본산을 2 내지 10부 첨가하고 충분히 혼련(混練) 분산시킨 고형 플럭스를 이용한다.

본 발명의 다른 관점에 의하면, 복수 개의 스루홀을 갖는 세라믹 칩체와, 이 세라믹 칩체의 표리 양면에 마련한[0011]

복수 개의 패턴 전극과, 표면의 패턴 전극 사이에는 솔더 접속한 가용 합금 퓨즈 소자와, 복수 개의 스루홀 중

적어도 하나의 스루홀에 배치한 저항 발열 소자와, 세라믹 칩체의 이면의 패턴 전극에 접속 배치한 복수 개의

도출용 리드와, 표리 양면의 패턴 전극 사이를 접속하는 복수 개의 스루홀 중 적어도 2개 이상의 스루홀에 매설

한 도전체를 구비하고, 발열 소자의 발열을 세라믹 칩체의 열전도에 의해, 가용 합금 퓨즈 소자를 승온 감응시

켜서 작동시키는 보호 소자, 및 이상 신호를 검지하는 제어 소자를 갖는 비복귀형 보호 장치에 있어서, 제어 소

자는 발열 소자에 제어 전류를 통하여 세라믹 칩체를 승온시켜, 그 부근에 실장한 퓨즈 소자를 작동시키는 것을

특징으로 하는 보호 장치를 개시한다. 여기서, 제어 소자는 전지 팩용 충방전 제어 회로의 이상 상태를 검지하

는 과충전 방지에 사용되는 것이다.

발명의 효과

본 발명에 의하면, 저항 발열 소자가 세라믹 칩체의 스루홀 내에서 수직 방향으로 배치 형성되어, 수평 방향의[0012]

치수 단축에 의한 소형화와 저항막 두께 생략에 의한 박형화를 달성하는 신규의 보호 소자가 제공된다. 또한,

스루홀을 갖는 세라믹 칩체에 패턴 전극을 마련하고, 표면에 리플로우 처리에 견디는 가용 합금 퓨즈 소자, 이

면에 도출용 전극부 또는 리드를 마련하여 표리 양면의 패턴 전극 사이를 스루홀 도통시키기 때문에, 보호 장치

로서의 조립이 용이하고 간소화를 도모할 수 있음과 함께 세라믹 칩체의 열전도를 통하여 가용 합금 퓨즈 소자

에 발열을 재빠르게 전하여, 가용 합금의 용융을 신속화하여 가용 합금 퓨즈 소자의 소정의 작동을 확실하게 한

다.

한편, 보호 소자의 가용 합금 퓨즈 소자에는, 리플로우 처리로 용단되지 않고, 리플로우 처리 후에도 퓨즈 기능[0013]

을 손상시키지 않는 가용 합금이 선정되기 때문에, 보호 장치의 조립에 수반하는 트러블 발생의 경감에 도움이

되고, 제조의 간소화에 의한 작업성의 향상이 도모된다. 세라믹 칩체의 스루홀을 도전재의 매설에 의해 도통 스

루홀로 하여 칩체의 표리 사이의 전극 패턴을 접속하는 것은, 보호 장치로서의 배선을 확실하고 용이하게 가능

하게 한다. 특히, 발열 소자의 발열을 세라믹 칩체의 열전도에 의해 가용 합금 퓨즈 소자에 전하고, 가용 합금

을 재빠르게 승온 감응시키기 때문에, 가용 합금 퓨즈 소자는 발열 소자의 발열을 감지하여 신속하게 응답하여

퓨즈 기능을 확실하게 달성한다. 게다가, 발열 소자가 스루홀 내에 매설 배치되고 양면에서 패턴 전극과 접속되

기 때문에, 저항 발열이 열전도 양호한 패턴 전극이나 세라믹 칩체를 통하여 전달되어 가용 합금 퓨즈 소자를

온도 상승시켜서 확실하면서도 신속하게 용융 온도에서의 용단을 작동시킨다. 동시에 스루홀 안의 저항 발열 소

자는 내전력을 크게 하여, 스페이스의 유효 활용에 의한 저배화나 소형 박형화에 유리하여지는 실용적 효과를

이룬다.

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 실시예 1에 관한 보호 소자의 정면 사시도.[0014]

도 2는 조립 과정에 대응하는 보호 소자의 사시도.

도 3은 퓨즈 소자 실장 전의 보호 소자의 사시도.

도 4는 실시예 2에 관한 보호 소자의 실장 구조를 도시하는 사시도.

도 5는 실시예 2에 관한 퓨즈 소자 실장 전의 보호 소자의 사시도.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

본 발명에 의하면, 다수의 보호 소자를 일괄 처리하기 때문에, 미리 준비된 세라믹용 그린 시트는 복수 개의 칩[0015]

체로 이루어지고, 각각 다수의 스루홀이 형성된다. 칩체의 양면에는 패턴 전극이 은(銀)을 주성분으로 한 페이

스트로 형성된다. 또한, 각 칩체의 적어도 1개의 스루홀에는, 산화 루테늄계 페이스트가 매입되고, 소망하는 저

항치의 저항 발열체가 마련된다. 소결 작업은, 850℃ 전후의 온도로 약 0.5시간 소성되고, 복수 개의 칩체를 포

함하는 세라믹제 절연 기판이 제작된다. 이 준비된 세라믹제 절연 기판은, 도통 스루홀과 저항 발열체를 갖는

세라믹 칩체를 다수 구비한다. 또한, 세라믹 칩체는, 양면에 형성한 복수 개의 패턴 전극, 표리의 패턴 전극을

도통 접속하는 도통 스루홀, 및 저항 발열체를 매입한 스루홀을 포함하고 있다. 이른바, 칩 세그먼트이고, 구체
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적으로, 적어도 하나의 제 1 스루홀에 배치한 저항 발열 소자와, 적어도 2개 이상의 도통 스루홀로 이루어지는

제 2 스루홀을 구비하고 있다. 이 세그먼트에 퓨즈 소자와 도출 리드가 부착됨으로써 보호 소자가 된다.

세라믹제 절연 기판의 이면 전극에는 도출용 리드와 퓨즈 소자가 리플로우 처리를 경유하여 조립된다. 여기서,[0016]

퓨즈 소자는 Pb 프리의 가용 합금재이고, 리플로우 처리에 의해 용단되지 않고, 리플로우 처리 후에도 퓨즈 기

능을 손상시키지 않는 리플로우에 견디어내는 재료가 선정되고, 리플로우에 의한 일괄 처리에서의 성능 유지와

안전성을 유지한다. 구체적으로는, 다음과 같은 가용 합금으로부터 퓨즈 소자가 선정된다. 즉, 97Bi-3Zn(255

℃),  99.3Bi-0.5Ag-0.2Cu(258℃),  97Bi-3Ag(262℃),  Bi(272℃),  78Zn-22Al(275℃),  95Zn-5Al(382℃),  54Ge-

46Al(424℃)이다.  이들  무연  합금을  이용한  보호  소자는,  245℃  이상의  리플로우  솔더링에  견딜  수  있기

때문에, 표면 실장 부품으로서 다른 디바이스와 동시에 일괄 솔더링할 수 있다. 여기서, 각 원소 기호 앞에 붙

인 숫자는 합금의 배합률(중량%)을 나타내고, 원소 기호의 후의 괄호 내에는 용출 온도를 나타내고 있다. 선택

된 가용 합금은, 솔더 박(箔)형상으로 하여 표면측의 패턴 전극 사이에 리플로우 솔더링으로 고착된다. 필요에

따라, 표리 양면에 마련한 복수의 도전성 패턴 전극이 절연 피복되거나, 표면에 탑재 배치한 가용 합금 퓨즈 소

자를 세라믹 캡으로 밀봉하거나 한다. 또한, 캡의 밀봉하는 커버 범위는 세라믹 칩체의 표면의 패턴 전극과 가

용 합금을 포함하고, 그 피복 면적은 세라믹 칩체 전체의 면적보다 작게 된다. 또한, 도출용 리드에는 평판형상

구리선을 사용함으로써, 저배화·박형화를 도모하는 것이 바람직하다.

한편, 가용 합금 퓨즈 소자의 원활한 용단 동작을 보증하기 위해, 사용하는 가용 합금의 표면에 플럭스 피막이[0017]

마련된다. 이 경우, 플럭스재는, 상술한 리플로우 온도에 견디며 또한 250℃ 이상의 동작 온도에서도 가용 합금

의 표면에서 흐르지 않고 피복 상태를 유지하고, 용단 동작을 확실하게 할 필요가 있다. 그를 위해서는, 다음에

나타내는 구성의 고온용 플럭스를 이용한다. 즉, 피복제로서 기능하는 고형 성분에, 내열성이 우수한 하젠 100

이상의 담색 그레이드 산변성 수첨 로진을 10 내지 50부, 이것에 연화점이 120 내지 190℃의 범위에서 선택되는

로진 변성 말레인산 수지 또는 로진 변성 페놀 수지를 5 내지 30부, 분산 개질제로서 몬탠산 왁스 또는 스테아

린산 아미드 또는 베헤닌산 아미드를 20 내지 50부, 열 늘어짐을 방지한 틱소제로서 퓸드 실리카 또는 유기 수

식 퓸드 실리카를 0.5 내지 10부, 산화 방지제로서 디페닐아민 또는 디시클로헥실아민을 0.5 내지 1부 첨가하고

가열 혼합하여 기재로 한다. 이것에 다시 활성제로서 탄소수 4 내지 12의 포화 직쇄 지방족 디카르본산을 2 내

지 10부, 탄소수 4 내지 12의 포화 직쇄 아미노산을 2 내지 10부, 탄소수 1 내지 6의 지방족 히드록시모노카르

본산 또는 히드록시디카르본산 또는 히드록시트리카르본산을 2 내지 10부 첨가하고 충분히 혼련 분산시킨 고형

플럭스를 이용한다.

본 발명의 상술한 보호 소자는, 다른 실시의 형태인 보호 장치로서, 보호 소자를 사용한 전지 팩용 충방전 제어[0018]

장치를 구성한다. 즉, 제어 소자가 이상을 검지하여 신호 전류를 전술한 발열 소자에 통전할 때, 저항 발열을

발생시켜서 가용 합금 퓨즈 소자의 저융점 가용 합금을 용단시키는 비복귀형 보호 회로이다. 또한, 여기서 사용

되는 보호 소자는, 상술한 양면에 복수 개의 패턴 전극과 양면의 패턴 전극을 접속하는 도통용 스루홀를 갖는

세라믹 칩체와, 이 세라믹 칩체의 표면측에 배치한 패턴 전극에 솔더링한 가용 합금 퓨즈 소자 및 스루홀 내에

배치한 칩형상 저항체의 발열 소자로 이루어진다.

[실시예 1][0019]

이하, 본 발명에 관한 제 1의 실시예에 관해, 도면을 참조하면서 상세히 기술한다. 본 발명에 관한 액셜 리드[0020]

타입의 보호 소자(10)는, 도 1에 그 표면측을 사시도로 도시하는 바와 같이, 세라믹 칩체(12)와, 이 표면측에

탑재한 실장 부품의 가용 합금 퓨즈 소자나 스루홀 내의 저항 발열 소자 등을 보호하는 패키지의 케이스 커버

(14), 및 이면측의 패턴 전극에 접속된 도출 리드(15 내지 17)를 구비한다. 여기서, 세라믹 칩체(12)의 양면에

는 패턴 전극이 형성되어 있고, 표면측에서 가용 합금 퓨즈 소자, 이면측에서 도출용 리드, 칩체 스루홀에 저항

발열 소자가 각각 실장된다. 도 2는 패키지의 케이스 커버(14)의 장착 전의 상태로 사시도를 도시하고, 세라믹

칩체(12)에 마련한 패턴 전극(21 내지 23) 상에, 플럭스를 표면에 피착한 가용 합금 퓨즈 소자(20)가 배치되고,

그 양단이 패턴 전극(22 및 23)과 솔더링되고, 중간점은 패턴 전극(21) 경유로 저항 발열 소자(도시 생략)에 접

속된다. 도 3은 도 2의 가용 합금 퓨즈 소자(20)의 실장 전의 상태의 사시도를 도시한다. 세라믹 칩체(12)의 표

면측 중앙의 제 1 패턴 전극(21), 그 양측에 한 쌍의 제 2 패턴 전극(22, 23)과, 각 패턴 전극 위치에 형성된

제 1 스루홀(24), 한 쌍의 제 2 스루홀(26, 27)이 형성된다. 이 중, 스루홀(24)에는 저항 발열 소자(25)가, 스

루홀(26, 27)에는 도전 소재(28, 29)가 매설 배치되어 있다. 또한, 도시하지 않지만, 이 칩체(12)의 이면측에

형성된 3개의 패턴 전극은, 표면측 패턴 전극(21 내지 23)과 대응하고 있고, 저항 발열 소자(25) 및 도전 소재

(28, 29)와 전기적으로 접속되어 있다.

공개특허 10-2011-0053896

- 6 -



한편, 이면측에 장착한 도출용 리드(15 내지 17)는 평각 구리선이고, 패턴 전극에 솔더링되어 있다. 세라믹 칩[0021]

체(12)는, 소결 처리 전의 그린 시트의 단계에서 소정의 형상으로 되고, 소망하는 스루홀의 가공이 실시된다.

소결 처리 후에, 도전 패턴의 패턴 인쇄, 또한, 스루홀 내에 저항체의 충전 처리가 실시된다. 세라믹 칩체는 소

정의 패턴 전극이나 저항체가, 동시에 다수가 일괄 형성되고, 소정의 가공 처리 공정 후에 분리 분할하여 개별

부품이 된다. 세라믹 칩체는 양호한 절연성을 유지하는 것이면 알루미나 이외의 절연재라도 좋고, 이 절연 기판

의 각 면에 소정의 형상으로 패턴 전극이 형성된다. 예를 들면, 미리 정해진 위치의 2개의 스루홀에 도전체가

마련되고, 1개의 스루홀에 저항체를 개재시켜, 양면의 패턴 전극과 전기적으로 접속된다. 여기서 주목되는 것은

스루홀 내에 배치한 저항체는 표면측에 스페이스를 필요로 하지 않고 소형 박형화에 기여하는 외에 종래의 막저

항체에 비하여 큰 체적을 얻을 수 있다. 따라서 내(耐) 전력을 크게 할 수 있는 외에, 막형상 저항체에서 필요

한 소부(燒付)를 생략할 수 있고, 또한 외상(外傷)이 생기지 않는다. 취급상에서의 사고나 불량 발생도 없고 장

기 안정화가 도모된다.

[실시예 2][0022]

본 발명에 관한 다른 실시예는, 도 4의 사시도에 도시하는, 칩 타입의 보호 소자(30)이다. 도 4는 보호 커버를[0023]

제외한 표면측의 사시도를 도시하고 있고, 세라믹 칩체(32)의 표면에 가용 합금 퓨즈 소자(35)를 장착하여 구성

되고, 표면 실장형 칩 부품으로서 취급하는 것이 가능한 구조이다. 이 칩 타입의 보호 소자(30)는, 세라믹 칩체

(32)의 양면에 각각 중앙의 제 1 패턴 전극(41)과 단면(端面) 측에 제 2 패턴 전극(42, 43)이 형성되고, 이면측

패턴 전극이 그대로 프린트 기판상에 탑재되어 패턴 전극과의 사이가 솔더링 부착된다. 도 5는 보호 커버 및 가

용 합금 퓨즈 소자의 장착 전의 상태를 도시하는 사시도이다. 도 5에는 세라믹 칩체(32)의 표면에 마련한 패턴

전극군이 도시되어 있고, 중앙에 제 1 패턴 전극(41), 단면측에 한 쌍의 제 2 패턴 전극(42, 43)이 형성되어 있

다. 제 1 패턴 전극(41)에는 제 1 스루홀(44)이, 제 2 패턴 전극(42, 43)에는 기판 단면에 도전체 홈부(46, 4

7)가 각각 대응하도록 세라믹 칩체(32)에 형성된다. 여기서, 도 5에 도시되는 중앙 패턴 전극(41)에 대응하는

스루홀(44)에는 소정의 저항치로 조정된 저항 발열 소자(45)가 매설된다. 또한, 세라믹 칩체(32)의 전극 패턴

(42 및 43)의 단면측에는 양면의 패턴 전극을 도통 접속하도록, 도전체 홈부(46, 47)가 형성되어 있다. 기판 중

앙의 제 1 패턴 전극(41)도 양면에 형성되어 있고, 스루홀(44)에 마련한 저항 발열 소자(45)를 통하여 서로 전

기적으로 접속된다.

상술한 세라믹 칩체는, 가용 합금 퓨즈 소자, 저항 발열 소자 및 보호 커버를 탑재 실장하기 직전까지의 제작[0024]

공정을, 서로 다수의 연결 상태로 가공 처리된다. 즉, 복수 개의 세라믹 칩체는, 알루미나재 세라믹 칩이 연결

된 상태로 일괄 처리에 의해 제조되고, 완성 직전의 공정에서, 개별화를 위해 분리 분할된다. 다수의 세라믹 칩

을 연결 상태로 하여 가공 처리함으로써, 제품 사이의 편차를 작게 하는 외에, 제품 사이의 특성이나 성능의 균

일화가 도모된다. 따라서 세라믹 칩체의 단면에의 도전체 홈부(46, 47)의 형성도, 다수의 칩 연합체에 형성된

스루홀에 도전 소재를 매설한 후에. 스루홀로 분리 절단하여 행하여진다. 도 4에 도시하는 바와 같이, 세라믹

칩체(32)의 표면측에 저융점 가용 합금에 플럭스를 피복한 가용 합금 퓨즈 소자(35)가, 그 양단을 패턴 전극과

솔더링되어 배치된다. 마찬가지로 하여, 양단면의 도전체 홈부(46, 47)를 경유하여 이면측 패턴 전극에 전기적

으로 접속되고, 이들의 이면측의 패턴 전극에는 도출 단자를 솔더링하여 마련할 수도 있고, 이 도출 단자를 경

유하여 표면 실장용 배선 기판과 전기적 회로를 구성한다. 가용 합금 퓨즈 소자(35)를 필요에 응하여 세라믹 캡

이나 절연 피복재에 의해 밀봉하여, 패키지를 구성할 수도 있다. 여기서, 세라믹 칩체(32)의 스루홀(44)에 매입

된 저항체의 발열 소자(45)는 세라믹 칩체(32)와 일체 배치되어 열적 결합 상태가 유지되기 때문에, 저항체의

발열은 직접 세라믹 칩체로부터 가용 합금 퓨즈 소자에 전열되고, 그에 의해, 신속하면서 정확하게 소정의 동작

온도로 작동시킬 수 있다. 여기서 각 구성 요소는 가급적 작으면서 얇아지도록 형성 가공된다. 예를 들면, 스루

홀의 직경(φ)은, 예를 들면, 0.2㎜로 형성된다. 또한, 발열 소자의 저항치는 스루홀(44)의 표리 양면의 전극

패턴 사이에서 소망하는 저항치, 예를 들면, 내지 100Ω이 되도록 저항 재료나 스루홀 치수 등이 조정된다.

상술한 실시예에 있어서, 세라믹 칩체의 표리 양면에는 3개의 패턴 전극이 각각의 스루홀을 통하여 서로 접속되[0025]

고, 이 중 하나의 스루홀에 저항 발열 소자를 매설 배치하였다. 표면측의 3개의 패턴 전극에는 가용 합금 퓨즈

소자가 다리를 놓는 형상으로 가교(架橋)되어 3개의 패턴 전극과 용착되고, 그에 의해, 저융점 합금의 제 1의

가용체 부분과 제 2의 가용체 부분을 갖는 듀얼 타입 가용 합금 퓨즈 소자가 된다. 각 패턴 전극에 용착된 저융

점 합금의 가용체 부분에는 플럭스가 피착되어 가용 합금 퓨즈 소자가 된다. 필요에 따라, 패턴 전극을 포함하

여 세라믹 칩체보다 약간 작은 절연성 세라믹 캡으로 밀폐 커버한다. 또한, 가용 합금 퓨즈 소자의 저융점 합금

은 싱글 타입의 가용체라도 좋지만, 듀얼 타입의 가용체인 경우에는 각각의 가용체의 동작 온도를 동일하게 하

거나 다른 것으로 할 수 있다. 다른 동작 온도의 듀얼 타입에서는 온도차를 동작 온도의 편차의 범위 내로 하는
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것이 바람직하다.

세라믹 칩체의 이면측에 형성한 3개의 패턴 전극에 도출용 리드나 도출 단자가 부착되어 피보호용 기기와 접속[0026]

된다. 발열 소자는 제 1의 스루홀 내에 배치되어 있고, 제 1의 패턴 전극과 접속된다. 보호 소자는, 예를 들면,

규격 DC 32V, 10A, 동작 온도 135℃, 발열 저항 50Ω이고, 완성품의 외형 치수에 관해서는 세라믹 칩체 본체를

극히 작게 할 수 있다. 또한, 사각형 형상 세라믹 칩체(12)는 두께 0.4㎜의 알루미나 기판이고 소형화에 의해

알루미나 세라믹의 소요량이 대폭적으로 삭감되어 비용면에서의 경제적 메리트를 얻을 수 있음과 함께, 패턴 전

극의 형성을 스크린 인쇄로 실시할 때에, 작은 기판이기 때문에 1회의 인쇄로 다수의 인쇄 가공이 동시에 가능

한 등 제조상에서의 경제적 효과도 얻어진다. 또한, 리드 부재(15 내지 17)는 폭 0.7 내지 1.0㎜, 두께 0.2 내

지 0.4㎜의 평판형상의 Sn 도금 구리선을 사용하였기 때문에 본체 부분의 두께 저감에 기여하여 박형화에 도움

이 된다.

[실시예 3][0027]

본 발명에 관한 보호 소자의 실장 구조는, 2차 전지의 과충전 보호 회로에의 적용이 가능하다. 메인 프린트 기[0028]

판에 탑재되는 M0SFET 등의 능동 소자 사이에 세라믹 캡측을 아래에 하여 감입(嵌入)하도록 하여 부착된다. 상

술한 바와 같이 세라믹 칩체의 한쪽의 면을 세라믹 캡의 패키지로 밀봉하는 보호 소자는, 이 부분을 능동 소자

의 감열부에 근접하여 실장할 수 있다. 또한, 회로부품 소자 사이의 간극 공간을 이용하여 보호 소자를 실장함

으로써, 소형 박형화에 유리해지고, 이런 종류의 보호 회로가 사용되는 컴팩트한 휴대용 정보 통신기기에 적합

한 것이 된다. 또한, 2개 이상의 저항 발열체를 사용하는 경우에, 세라믹 칩체의 스루홀 내에 병렬적으로 배치

함으로써, 가용 합금 퓨즈 소자에 대한 균일한 열전달을 달성하여 정밀도 향상을 도모할 수 있다. 또한, 부품의

소형화에 의해, 실장 상, 보호 회로의 제어 소자 사이의 스페이스를 유효 이용하여 보호 장치 전체의 컴팩트화

에 도움이 되는 등의 효과를 이룬다.

금회 개시된 실시의 형태 및 실시예는 모든 점에서 예시이고, 제한적인 것이 아니라고 생각되어야 할 것이다.[0029]

본 발명의 범위는 상기한 설명이 아니라 특허청구의 범위에 의해 나타나고, 특허청구의 범위와 균등한 의미, 및

범위 내에서의 모든 변경이 포함되는 것이 의도된다.

부호의 설명

10, 30 : 보호 소자[0030]

12, 32 : 세라믹 칩체

14 : 케이스 커버(캡)

15, 16, 17 : 도출 리드

20, 35 : 가용 합금 퓨즈 소자

21, 41 : 제 1 패턴 전극

22, 23, 42, 43 : 제 2 패턴 전극

24, 44 : 제 1 스루홀

25, 45 : 저항 발열 소자(칩 저항)

26, 27 : 제 2 스루홀

28, 29 : 도전 소재

46, 47 : 단면측 도전체 홈부
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